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Petek, 13. November 2026
Pozdravljeni,

tudi ta teden vam posiliamo izbor novic s podro¢ja Cipov in polprevodnikov.

Zelimo vam prijetno branje!

Dogodki KC Cip.si:

e Dogodek: Zagon hrvaskega kompetenénhega centra za ¢ipe_CROCCS
17. november, 2026, 9:30-14:00, Zagreb, Hrvaska
Prihodniji teden pri¢enja z delovanjem tudi hrvaski kompetencni center za
Cipe CROCCS. Koordinator je Fakulteta za elektrotehniko in racunalnistvo
(FER) v Zagrebu.
Program otvoritvenega dogodka:

o pozdravni hagovori

o FER in Hrvaska v polprevodniski industriji

o podpis memoranduma o sodelovanju med kompetencnimi centri

o predstavitve: Akt o Cipih 2.0 in Evropska mreza kompetencnih
centrov za &ipe (DG CNECT, aCCCess, SK CHIPS, KC Cip.si,
CROCCS)

o okrogla miza: priloznosti za vkljuCitev v evropski polprevodniski
ekosistem
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https://dashboard.mailerlite.com/preview/1977250/emails/204030023704774190
https://croccs.fer.hr/

Predprijava na dogodel

e Spletni dogodek: Pomen Cipov za slovensko elektroindustrijo / Zakaj bi o

26. november, 2026, 13:00, on-line

Na Mesecnem regulativhem forumu Zbornice elektroindustrije GZS bo
predstavnik KC Cip.si predstavil evropski Akt o &ipih, predlagani Akt o &ipih
2.0 in moznosti, ki jih podjetjem ponuja KC Cip.si. Dogodek je namenjen
vodjem razvoja in proizvodnje, nabavnikom in direktorjem, tudi v podjetjih,
Ki Cipov ne razvijajo.

Clani ZEl se dogodka lahko udelezijo brezplaéno, za ne¢lane znasa
kotizacija 50 EUR + DDV.

MESECNI Gospodarska
4©>: REGULATIVNI

ZAKAJ BI O CIPIH
RAZMISLIALO PODJETIJE,
Kl JIH NE IZDELUJE?

26. november 2026, ob 13. uri

spletno sre¢anje

Prijava na dogodek

e Najava ponovitve teCaja: High Level FPGA Design Training - 2nd Edition

20. - 22. januar, 2027, Ljubljana, Slovenija

Zaradi velikega zanimanja KC Cip.si na Fakulteti za elektrotehniko Univerze
v Ljubljani organizira Ze drugo izvedbo teCaja za podjetja na temo FPGA
Cipov. Na tridnevnem brezplacnem izobrazevanju bodo udelezenci spoznali
visokonivojsko sintezo (HLS) v jezikih C/C++ z orodji AMD Vitis HLS in
Vivado, vmesnike AXI in delo s platformo RedPitaya.

Izobrazevanje je namenjeno razvijalcem digitalnih elektronskih sistemov.
Udelezenci, ki ga uspesno zakljucijo, prejmejo mikrodokazilo Univerze v
Ljubljani.

Udelezba na izobrazevanju je brezplacna.

Rok za prijavo: 11. januar 2027

Spodbujamo vas, da zaradi
velikega zanimanja, Cimprej oddate
svojo prijavo tukaij.

Prijava na tecaj High Level

FPGA Design Trainings



https://forms.cloud.microsoft/e/wEPRZtHSdK
https://www.gzs.si/Dogodki/26-11-2026/mesecni-regulativni-forum-zakaj-bi-o-cipih-razmisljalo-podjetje-ki-jih-ne-izdeluje
https://www.gzs.si/Dogodki/26-11-2026/mesecni-regulativni-forum-zakaj-bi-o-cipih-razmisljalo-podjetje-ki-jih-ne-izdeluje
https://assets-eur.mkt.dynamics.com/d8dab256-a7de-ed11-aed0-000d3a486e6f/digitalassets/standaloneforms/12db29d2-47dc-f111-84e8-6045bd99bc30?readableEventId=MRF589103373
https://cc-chip.si/high-level-fpga-design-training-2/
https://cc-chip.si/high-level-fpga-design-training-2/

Drugi dogodki:

¢ Dogodek: Al and the Great Semiconductor Divide: Strengthening
Europe's Competitiveness
16. - 17. november, 2026, Malta
Na dvodnevnem dogodku se bodo srecali oblikovalci politik, predstavniki
industrije, zagonska podjetja in vlagatelji. Med govorniki bodo predstavniki
imec, Arm, STMicroelectronics, NXP in SEMI Europe.
Informacije o programu najdete na tej povezavi.

e Webinar: EuroCDP Grants Explained | Eligibility, funding.and application
tips
20. november, 2026, 14:00, on-line
EuroCDP je objavila prvi razpis za evropska »fabless« zagonska ter mala in
srednja podjetja, ki krije orodja EDA, bloke IP, izdelavo prototipov in
testiranje.
Na brezplacnem spletnem seminarju boste izvedeli, kako pripraviti uspesno
prijavo do roka 12. januarja 2027.
Povezava na registracijo spletni seminar opravite tukaj.

e \Webinar: 2D Materials in Smart Clothing and e-Textiles: Future Solutions
for Connected Wellness
30. november, 2026, 12:00-13:00 CET, online
Spletni seminar bo predstavil uporabo grafena in drugih 2D materialov v e-
tekstilijah in nosljivi elektroniki za spremljanje zdravja. Svoje reSitve bodo
predstavili evropski projekti GRAPHERGIA, e-FLOWER in STAND.
Registracijo na dogodek opravite tu.

Razpisi:

e Razpis: Challenge #4 — Sky130
Open Circuit Design zbira predloge za odprtokodne analogne in mixed-
signal bloke IP, na primer PLL, filtre in pretvornike podatkov, ki bodo
izdelani v tehnologiji SkyWater Sky130. Sodelujejo lahko posamezniki ali
manjSe ekipe, vsak izbrani projekt pa prejme 1.500 dolarjev nagrade.
Rok za prijavo: 23. november, 2026

e Javni poziv: Inovativhim zagonskim podjetjem za vavcer za prototipiranje
(v9)
Slovenski podjetniski sklad je objavil javni poziv za vavcer za prototipiranje.
Inovativha zagonska podjetja lahko pridobijo od 500 do 5.000 evrov
nepovratnih sredstev za zunanje storitve nacrtovanja, izdelave in testiranja
fizi€nih ali digitalnih prototipov. Sofinancira se do 60 % upravi¢enih
stroskov.
Rok za oddajo prijave: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31.
marca 2028.

e Najava poziva: Annual Open-Access Call No 2
spomlad 2027
Pilotna linija APECS z letnimi odprtimi pozivi omogoca podjetjem,
raziskovalno-tehnoloskim organizacijam in univerzam dostop do svoje
sodobne raziskovalno-razvojne infrastrukture. Udelezenci lahko s podporo
strokovnjakov APECS preverijo svoje zamisli in pospesijo razvoj zmogljivih
¢ipov z nizko porabo.
Upostevaijte, da so tehnoloske storitve pilotne linije APECS placljive.



https://gscm.maltaenterprise.com/
https://gscm.maltaenterprise.com/
https://gscm.maltaenterprise.com/programme
https://inl.zoom.us/webinar/register/WN_toej7Rl3QgaoeA0sEHiu-w#/registration
https://inl.zoom.us/webinar/register/WN_toej7Rl3QgaoeA0sEHiu-w#/registration
https://inl.zoom.us/webinar/register/WN_toej7Rl3QgaoeA0sEHiu-w#/registration
https://graphergia.eu/2026/11/06/graphergia-hub-webinar-series-7-2d-materials-in-smart-clothing-and-e-textiles-future-solutions-for-connected-wellness/
https://graphergia.eu/2026/11/06/graphergia-hub-webinar-series-7-2d-materials-in-smart-clothing-and-e-textiles-future-solutions-for-connected-wellness/
https://graphergia.eu/
https://e-flower.eu/
https://www.stand-project.eu/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_uG6peLrhSje5NLYiVdjDWA#/registration
https://opencircuitdesign.com/chipalooza/challenge-4.html
https://opencircuitdesign.com/chipalooza/index.html
https://www.gov.si/novice/2026-11-06-javni-poziv-inovativnim-zagonskim-podjetjem-za-vavcer-za-prototipiranje/
https://www.gov.si/novice/2026-11-06-javni-poziv-inovativnim-zagonskim-podjetjem-za-vavcer-za-prototipiranje/
https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava
https://www.apecs.eu/en/open-access.html
https://www.apecs.eu/

e Razpis: EIT HEI Call for Proposals 2026
Pobuda EIT za visoko Solstvo (EIT HEI) podpira konzorcije visoko$olskih
institucij in podjetij, ki krepijo inovacijske zmogljivosti na podrocju globokih
tehnologij in inovacij v proizvodnji. Konzorcij mora imeti najmanj tri
visokoSolske institucije iz treh razli¢nih drzav in dva industrijska partnerja.
Vsak projekt lahko prejme do 1,25 milijona evrov.
Rok za oddajo prijave: 13. januar, 2027, 17:00 CET
Povezava na prijavo: tukaj.

e Razpis: HORIZON-EIC-2026-ACCELERATOROPEN-O01 - EIC accelerator
open call
EIC z instrumentom EIC Accelerator podpira zagonska ter mala in srednja
podjetja s prebojnimi inovacijami, ki imajo velik trzni potencial. Podjetja lahko
pridobijo do 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev in od 1 do 10 milijonov
evrov lastniSkega kapitala. Na odprti razpis se lahko prijavijo projekti s
katerega koli tehnoloSkega podroc€ja, tudi s podrocja polprevodnikov.
Rok za oddajo prijave: kratki predlogi kadarkoli, celotni predlogi 20.
januar 2027 (naslednji roki: 17. marec, 1. september in 4. november 2027)
Neposredna povezava na prijavo tukaj.

Novice:

¢ Infineon marks innovation milestone with world's first 300-millimeter
power silicon carbide (SiC) wafer
Infineon je v tovarni v Beljaku, Avstriji, kot prvi na svetu izdelal delujoce
mocnostne polprevodnike iz silicijevega karbida (SiC) na 300-milimetrskih
rezinah. Na eni taksni rezini nastane priblizno 2,3-krat vec Cipov kot na
200-milimetrski. Tehnologija je namenjena izdelavi moc¢nostnih elektrosnkih
komponent za vgradnjo v elektricha vozila, polnilno infrastrukturo in
podatkovne centre za umetno inteligenco.

¢ Scientists discover new way to control magnetic waves for future
quantum technologies
Raziskovalci so odkrili nacin, kako z zunanjim magnetnim poljem spreminjajo
smer vrtenja magnonov. Magnoni so kvazidelci, ki imajo lastnost prenasanja
informacije brez premikanja elektricnega naboja. Odkritje odpira pot k
energijsko ucinkovitejSim kvantnim informacijskim tehnologijam.

Nekateri deli vsebine so bili oblikovani s pomocjo umetne inteligence (Ul) in so bili
naknadno pregledani ter dopolnjeni s strani avtorja.

Zelimo vam uspesen zakljudek tedna,

vas KC Cip.si


https://eit-hei.eu/funding-support/funding-opportunities/open-calls/call-for-proposals-2026/
https://seedbook-portal.eitrawmaterials.eu/proposals/new/c1442405-f67b-4553-a445-cd27be87669d
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/HORIZON-EIC-2026-ACCELERATOR-01?order=DESC&pageNumber=1&pageSize=50&sortBy=startDate&keywords=HORIZON-EIC-2026-ACCELERATOR-01&isExactMatch=true&status=31094501,31094502,31094503&frameworkProgramme=43108390
https://www.infineon.com/press-release/2026/infpr202611-028
https://www.infineon.com/press-release/2026/infpr202611-028
https://phys.org/news/2026-11-scientists-magnetic-future-quantum-technologies.html
https://phys.org/news/2026-11-scientists-magnetic-future-quantum-technologies.html
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D SLOVENSKI ISOMPETENCNI
CENTER ZA CIPE

Slovenski kompetencni center za Cipe in polprevodniSke tehnologije
KC Cip.si - glavna pisarna
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Trzaska cesta 25,Ljubljana

E-posta: office@cc-chip.si
Tel.: 01476 88 50

Spletna stran: https://cc-chip.si/
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Financira
Evropska unija

Projekt CC Chip.si (§t. 101217674) je sofinanciran s strani
Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru
programa Digital Europe.

To sporodilo ste prejeli, ker ste se prijavljeni na prejemanje novic KC Cip.si ali izrazili interes za obve$&anje o
nasih dejavnostih.

Ce novic ne zelite veé prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

Odjava
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